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二、说明、目录、图表目录

半导体分立器件主要用于电力电子设备的整流、稳压、开关、混频等，具有应用范围广，用

量大等特点。近年来，受益于国际电子制造产业的转移以及下游计算机、通信、消费类电子

等需求的拉动，我国半导体分立器件行业保持了较快的增长态势。

我国半导体分立器件产业实现产量从2006年的2,224.7亿只增长到2014年5,359.42亿只，年均复

合增长11.62%。

从应用结构来看，占据我国分立器件市场主要份额的应用领域为消费电子、计算机与外设、

网络通信、汽车电子、指示灯/显示屏等。其中，消费电子、网络通信、计算机与外设领域的

增长速度超过整体市场的平均水平，呈现良好的发展态势。从区域分布来看，我国半导体分

立器件市场主要集中于产业链较为完善的长江三角洲、珠江三角洲以及环渤海湾地区。其中

，珠江三角洲是我国分立器件需求高的区域。

未来伴随着移动智能终端、4G网络、物联网等新兴行业的发展，新型半导体分立器件将不断

涌现，在替代原有市场应用的同时，将持续开拓新兴应用领域。同时，为了使现有半导体分

立器件能适应市场需求的快速变化，需要采用新技术、开发新的应用材料、继续优化完善结

构设计、制造工艺和封装技术等，提高器件的性能。此外，下游电子信息产品小型化、智能

化发展趋势，必然要求内嵌其中的半导体分立器件等关键零部件尽可能小型化、微型化以及

多功能化。为适应整机装配效率和提高整机性能可靠性、稳定性的要求，半导体分立器件将

趋于体积小型化、组装模块化、功能系统化。

中企顾问网发布的《2023-2029年中国半导体分立器件市场深度分析与市场年度调研报告》报

告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访

谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立

的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和

规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。
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